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断面観察における観察手法と位置精度
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対象物の大きさや目的倍率に応じた最適な手法を選ぶ事が重要 ! !

● 任意箇所観察に最適
● 観察エリアが広い

● 高位置精度
● 高倍率観察

● ドライ処理（試料ダメージ小）
● 比較的観察エリアが広い

● 試料制限が少ない
● 観察エリアが広い

● 高位置精度
● やや高倍率観察

● 高位置精度
● 試料制限が少ない
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